
【事例】
CT撮影による
２０層基板銅箔パターン分離
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１．条 件

1. ＣＴ撮影:ＦＬＥＸーＭＨ８６７
4ＣＣＤ結合、幾何拡大率＝ｘ4.7、1.08度ピッチｘ337回 撮影

2. ３次元画像再構成処理:ＢＳＣＴソフト
再構成分解能（20μm/pixel）

3. スライス方向:Ｚ軸方向、ＸＺスライス

 撮影サンプル

 撮影および断層像
 ２０層2.8ｍｍ厚プリント基板



55 mm

 サンプル外観と透過Ｘ線画像
【外観】 【透過Ｘ線画像】

撮影範囲

55 m
m

Y105



 ３ＤＸ線画像
スライス方向



 スライス画像 Y105
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 スライス画像 Y105
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 スライス画像 Y105
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 スライス画像 Y105
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 スライス画像 Y105
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 スライス画像 Y105
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 スライス画像 Y105
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 計測

１４層
Line     = 108 μm
Space = 420 μm

断 面
層間 = 114 μm
基板厚 = 2,834 μm
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